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(54)【発明の名称】 平面発光パネルおよびその製造方法

(57)【要約】
【課題】  多層基板の一方の面に有機ＥＬ材料からなる
発光層を一体的に形成した平面発光パネルであって、発
光層および下部・上部対向電極からなる発光部と、この
発光部を駆動するための駆動回路とを短い配線径路で接
続することを可能にし、画素を高密度化した場合に駆動
電流を十分大きく確保することを可能にし、全体の小型
化を可能にする。
【解決手段】  発光層（６２）の形成面のこの発光層よ
り外側に電極接続用の接続パッドが形成され、他方の面
に駆動用素子実装用の接続パッドがそれぞれ形成され、
これら両面の接続パッドが内層回路で接続された多層基
板（５０）と、この多層基板の一方の面に形成され電極
接続用の一部の接続パッドに接続された下部対向電極
（５８）と、この上に形成された有機ＥＬ材料からなる
発光層（６２）と、この発光層の上に形成され電極接続
用の他の接続パッドに接続された透明な上部対向電極
（６４）と、多層基板の他方の面に実装され発光層を発
光させるための駆動用素子（６０）と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  多層基板の一方の面に有機ＥＬ材料から
なる発光層を一体的に形成した平面発光パネルであっ
て、
前記発光層の形成面のこの発光層より外側に電極接続用
の接続パッドが形成され、他方の面に駆動用素子実装用
の接続パッドがそれぞれ形成され、これら両面の接続パ
ッドが内層回路で接続された多層基板と、
この多層基板の一方の面に形成され前記電極接続用の一
部の接続パッドに接続された下部対向電極と、
この上に形成された有機ＥＬ材料からなる発光層と、
この発光層の上に形成され前記電極接続用の他の接続パ
ッドに接続された透明な上部対向電極と、
前記多層基板の他方の面に実装され前記発光層を発光さ
せるための駆動用素子と、を備えることを特徴とする平
面発光パネル。
【請求項２】  全体が封止材によって気密封止されてい
る請求項１の平面発光パネル。
【請求項３】  封止材の内部には乾燥剤が入れられてい
る請求項２の平面発光パネル。
【請求項４】  封止材は、発光層にスペーサを介して接
着された透明ガラス板を持った筐体で形成されている請
求項１～３のいずれかの平面発光パネル。
【請求項５】  多層基板は低温同時焼成多層セラミック
板である請求項１～４のいずれかの平面発光パネル。
【請求項６】  多層基板の一方の面には、発光層の下地
となる無機物質のコーティング層が形成されている請求
項１～５のいずれかの平面発光パネル。
【請求項７】  駆動用素子を実装した面は樹脂被覆され
ている請求項１～６のいずれかの平面発光パネル。
【請求項８】  駆動用素子は多層基板の表面にフリップ
チップ実装された半導体ベアチップである請求項１～７
のいずれかの平面発光パネル。
【請求項９】  多層基板の一方の面に有機ＥＬ材料から
なる発光層を一体的に形成した平面発光パネルの製造方
法であって、
（ａ）異なる面に発光層の電極接続用の接続パッドおよ
び駆動用素子の実装用の接続パッドがそれぞれ形成され
これら両面の接続パッドは内層回路で接続されている多
層基板を用意する；
（ｂ）多層基板の電極接続用の接続パッドを形成した面
に無機材料からなるコーティング層を形成して表面を平
滑化する；
（ｃ）コーティング層の上に、前記発光層の電極接続用
の一部の接続パッドに接続された下部対向電極を形成す
る；
（ｄ）多層基板の駆動用素子実装用の接続パッドを形成
した面に駆動用素子を実装する；
（ｅ）コーティング層の上に有機ＥＬ材料からなる発光
層を形成する； *
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*（ｆ）この発光層の上に前記電極接続用の他の接続パッ
ドに接続された透明な上部対向電極を形成する；
以上の各工程（ａ）～（ｆ）を有することを特徴とする
平面発光パネルの製造方法。
【請求項１０】  請求項９の工程（ｄ）の次に、以下の
工程（ｄ－１）、
（ｄ－１）駆動用素子を保護する保護処理を行う；を付
加した平面発光パネルの製造方法。
【請求項１１】  多層基板の一方の面に有機ＥＬ材料か
らなる発光層を一体的に形成した平面発光パネルの製造
方法であって、
（Ａ）異なる面に発光層の電極接続用の接続パッドおよ
び駆動用素子の実装用の接続パッドがそれぞれ形成され
これら両面の接続パッドは内層回路で接続されている多
層基板を用意する；
（Ｂ）多層基板の電極接続用の接続パッドを形成した面
に無機材料からなるコーティング層を形成して表面を平
滑化する；
（Ｃ）コーティング層の上に、前記発光層の電極接続用
の一部の接続パッドに接続された下部対向電極を形成す
る；
（Ｄ）コーティング層の上に有機ＥＬ材料からなる発光
層を形成する；
（Ｅ）多層基板の駆動用素子実装用の接続パッドを形成
した面に駆動用素子を低温処理で実装する；
（Ｆ）この発光層の上に透明な上部対向電極を形成す
る；以上の各工程（Ａ）～（Ｆ）を有することを特徴と
する平面発光パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】この発明は、発光層として有
機エレクトロルミネッセンス材料を用いた平面発光パネ
ルと、その製造方法とに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】電界印加により発光するエレクトロルミ
ネッセンス（ＥＬ）が知られている。この現象を利用し
たパネル（ＥＬＰ）は面発光であるため白黒液晶のバッ
クライト等として使われている。特に最近有機ＥＬ材料
の開発によりカラー表示パネルとしての実用化の可能性
が高まっている。この場合、表示画面をマトリックス状
に配置した多数の画素に分け、３色の画素ごとに発光を
制御することにより、画像をカラー表示する。
【０００３】図５と図６は、この有機ＥＬ材料を発光体
として用いた従来の平面発光パネルの構造を示す断面図
である。図５において、符号１０は透明なガラス板であ
る。このガラス板１０の片面にはＩＴＯ膜１２が形成さ
れる。このＩＴＯ膜１２は、Ｉｎ－Ｔｉｎ－Ｏｘｉｄｅ
（インジウム・スズの酸化物）の膜であり、透明な下部
対向電極となる。このＩＴＯ膜１２の上には有機ＥＬ材
料からなる発光層１４が形成される。この発光層１４
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は、塗布法やスクリーン印刷法により形成した厚膜であ
ってもよく、また真空蒸着法、スパッタリング法で形成
した薄膜であってもよい。
【０００４】発光層１４の上には上部対向電極１６が形
成される。下部対向電極１２および上部対向電極１６は
ガラス板１０の周辺に導かれている。発光層１４となる
有機ＥＬ材料の寿命は、湿気による影響が大きいことが
知られている。すなわち湿気が含まれていると、動作通
電による温度上昇により湿気が気化して膨張し、有機Ｅ
Ｌ材料と電極、絶縁層が剥離するからである。このため
発光層１４は保護キャップ１８で気密封止し、この保護
キャップ１８の内面に乾燥剤２０を固定して発光層１４
を乾燥させている。
【０００５】２２はリジッドプリント板であり、ここに
は半導体部品２４が実装されている。半導体部品２４
は、発光層１４の発光を制御するための駆動回路を構成
する集積回路であり、例えばガルウィング型のリードを
持つ。プリント板２２に形成された配線パターンはプリ
ント板２２の一辺に導かれている。このプリント板２２
はフレキシブルケーブル（ＦＰＣ）２６によってガラス
板１０側の下部および上部対向電極１２、１６に接続さ
れている。
【０００６】図６に示す表示パネルでは、前記図５に示
すリジッドプリント板２２に代えてフレキシブル基板２
８を用いる点が図５のものと異なる。従って同一部分に
は同一符号を付してその説明は繰り返さない。。このフ
レキシブル基板２８には半導体チップ（ベアチップ）３
０をフリップチップ実装した。そしてフレキシブル基板
２８を、ガラス基板１０に形成した下部対向電極（ＩＴ
Ｏ膜）１２および上部対向電極１６に接続したものであ
る。なお半導体チップ３０の電極には金バンプが形成さ
れ、これらの金バンプをフレキシブル基板２８に設けた
パッドに接合する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】このように従来の有機
ＥＬ素子を用いた平面発光パネルでは、ガラス基板１０
に下部対向電極１２、発光層１４、上部対向電極１６を
形成し、このガラス基板１０とは別体のプリント基板２
２やフレキシブル基板２８に半導体部品２４や半導体チ
ップ３０を実装して、これらの基板２２、２８をガラス
基板１０側の電極１２、１６に接続したものであった。
【０００８】このためガラス基板１０とプリント基板２
２あるいはフレキシブル基板２８を接続するため、配線
経路が長くなる。特にこの平面発光パネルで多数の画素
からなるカラー表示を行う場合には、画質を向上させる
ために画素を高密度化する必要が生じるが、その場合に
は配線を微細化しなければならず、配線経路が長くなる
ことも考慮すると許容電流を十分大きく確保することが
困難になる。このため画素の高密度化が困難になる。
【０００９】またガラス基板１０と別にプリント基板２
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２やフレキシブル基板２８を接続するために、発光パネ
ル全体が大型化するという問題もある。
【００１０】この発明はこのような事情に鑑みなされた
ものであり、発光層および下部・上部対向電極からなる
発光部と、この発光部を駆動するための駆動回路とを短
い配線径路で接続することが可能になり、画素を高密度
化した場合にも駆動電流を十分大きく確保することが可
能であり、全体の小型化にも適する平面発光パネルを提
供することを第１の目的とする。この発明はこの平面発
光パネルの製造方法を提供することを第２の目的とす
る。
【００１１】
【発明の構成】本発明によれば第１の目的は、多層基板
の一方の面に有機ＥＬ材料からなる発光層を一体的に形
成した平面発光パネルであって、前記発光層の形成面の
この発光層より外側に電極接続用の接続パッドが形成さ
れ、他方の面に駆動用素子実装用の接続パッドがそれぞ
れ形成され、これら両面の接続パッドが内層回路で接続
された多層基板と、この多層基板の一方の面に形成され
前記電極接続用の一部の接続パッドに接続された下部対
向電極と、この上に形成された有機ＥＬ材料からなる発
光層と、この発光層の上に形成され前記電極接続用の他
の接続パッドに接続された透明な上部対向電極と、前記
多層基板の他方の面に実装され前記発光層を発光させる
ための駆動用素子と、を備えることを特徴とする平面発
光パネル、により達成される。
【００１２】このように多層基板を用いるから、この多
層基板自体に複雑な電気回路網を形成することが可能で
あり、この多層基板を発光層の支持体としても利用する
から、配線径路が著しく短縮でき、小型化が可能になる
ものである。
【００１３】平面発光パネルは全体を封止材によって気
密に封止するのがよい。発光層は湿気による寿命低下が
著しいので、気密封止により寿命を長くできるからであ
る。従ってこの封止材の中には乾燥剤を封入すれば、内
部の湿気除去を確実にできるので寿命の向上に一層適す
る。
【００１４】封止材は、その一部を発光層にスペーサを
介して接着した透明なガラス板とした筐体で形成するこ
とができる。ガラス板は透明な接着剤で発光層全面に接
着してもよいが、ガラス板の周縁を発光層の外側で多層
基板に接着し、ガラス板と発光層との間に間隙を形成し
てもよい。
【００１５】多層基板は低温同時焼成多層セラミック板
（Low Temperature Co-Fireable Ceramics, LTCC）が最
も望ましい。この多層ＬＴＣＣ基板は、焼成温度が低く
（約１０００℃以下）、抵抗体、コンデンサ、インダク
タなどの受動素子をセラミック基板内部に形成すること
により大幅な小型化が実現可能であり、特に熱膨張係数
が小さいため、半導体ベアチップを用いた高密度実装化
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（フリップチップ実装）に適するものとなる。またこの
ＬＴＣＣ基板は比誘電率も小さいのでここに形成した配
線パターンを通る信号の遅れが小さくなり、駆動回路の
高速化にも適する。
【００１６】多層基板には、発光層の下地として低融点
ガラスやその他の酸化物系の無機物質をコーティング処
理しておくのがよい。一般にＬＴＣＣ基板などはガラス
系材料の焼結体であるために、微視的には表面に凹凸が
できて不均一になり、自己発光する有機ＥＬ材料による
画像表示性に影響するからである。すなわちこのコーテ
ィング処理によって、画素ごとの表示性のバラツキを抑
制し画質を向上させることができる。
【００１７】多層基板の駆動用素子を実装した面（駆動
用素子の実装面）は、素子の実装後樹脂被覆しておくの
がよい。この樹脂被覆処理はその後の種々の処理工程
（真空・ウェット処理など）で影響を受けないように駆
動用素子を保護するためのものである。特に半導体素子
をワイヤボンディングによって多層基板に接続する場合
には、後工程での取扱いを容易にするために、ボンディ
ング用ワイヤなどを覆うように多層基板の表面（駆動用
素子実装面）をエポキシ系やシリコーン系の樹脂でコー
ティングすることが必要である。
【００１８】駆動用素子は、半導体回路素子などの能動
素子だけでなく、抵抗・コンデンサ（キャパシタ）など
の受動素子であってもよい。半導体回路素子はパッケー
ジに封止した半導体素子であってもよいが、ベアチップ
であってもよい。ベアチップの場合はその電極に金バン
プなどの突起電極を設け、多層基板の電極に直接接続す
る（フリップチップ実装）。
【００１９】この発明によれば第２の目的は、多層基板
の一方の面に有機ＥＬ材料からなる発光層を一体的に形
成した平面発光パネルの製造方法であって、（ａ）異な
る面に発光層の電極接続用の接続パッドおよび駆動用素
子の実装用の接続パッドがそれぞれ形成されこれら両面
の接続パッドは内層回路で接続されている多層基板を用
意する；（ｂ）多層基板の電極接続用の接続パッドを形
成した面に無機材料からなるコーティング層を形成して
表面を平滑化する；（ｃ）コーティング層の上に、前記
発光層の電極接続用の一部の接続パッドに接続された下
部対向電極を形成する；（ｄ）多層基板の駆動用素子実
装用の接続パッドを形成した面に駆動用素子を実装す
る；（ｅ）コーティング層の上に有機ＥＬ材料からなる
発光層を形成する；（ｆ）この発光層の上に前記電極接
続用の他の接続パッドに接続された透明な上部対向電極
を形成する；以上の各工程（ａ）～（ｆ）を有すること
を特徴とする平面発光パネルの製造方法、により達成さ
れる。
【００２０】この場合に駆動用素子を多層基板に実装す
るのに、多層基板を加熱する必要がない低温処理方法を
使用できる時は、工程（ｄ）と（ｅ）を逆にしてもよ
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い。すなわち有機ＥＬ材料は加熱することができないの
で、発光層を形成した後では基板を加熱しなくてすむ工
法、例えば超音波ボンディング法や電気抵抗はんだ付け
法などを用いる場合には有機ＥＬ材料の発光層を形成し
た後で駆動用素子を実装してもよい。
【００２１】
【実施態様】図１はこの発明の一実施態様の断面図、図
２はこの図１に示したものを封止用筐体に気密封止した
実施態様を示す断面図、図３は製造工程の流れ図であ
る。
【００２２】図１、２において符号５０は多層基板であ
り、低温同時焼成セラミック基板（多層ＬＴＣＣ基板）
である。このＬＴＣＣ基板５０には回路パターンが多層
構造に形成され、その一方の面（下面、発光層形成面）
には後記発光層６２の外側の位置に、後記する下部・上
部対向電極５８，６４に接続するための表面バイア（Su
rface Buried Via-Hole, SVH）などの接続パッド５２が
形成されている。またこのＬＴＣＣ基板５０の他方の面
（上面、駆動用素子実装面）には、後記する駆動用素子
の接続パッド（図示せず）が形成されている。
【００２３】このようなＬＴＣＣ基板５０を準備し（図
３，ステップＳ１００）、その下面（発光層形成面）に
無機物質のコーティング層５４を形成する（ステップＳ
１０２）。ここに用いる無機物質は、例えば低融点ガラ
スやその他の酸化物系の無機物質である。このコーティ
ング層５４は、発光層６２が形成される領域だけに選択
的に形成してもよいし、全面に形成してもよい。全面に
形成する場合には、接続パッド５２の位置にコーティン
グ層５４の上からレーザ光を照射してビアホールをあけ
る。すなわちレーザビア穴５６（図３参照）を形成する
（ステップＳ１０４）。
【００２４】このコーティング層５４の形成後、あるい
はレーザビア穴５６の形成後、このコーティング層５４
の上に下部対向電極５８を形成する（ステップＳ１０
６）。この下部対向電極５８は、通常の蒸着法、スパッ
タリング法によって下面の全面に金属膜（例えばアルミ
ニウム膜）を形成し、その後フォトリソグラフィ法によ
り不用な部分をエッチングで除去することにより形成で
きる。この結果下部対向電極５８の回路パターンは、前
記接続パッド５２に接続される。
【００２５】次にＬＴＣＣ基板５０の他の表面（上面、
駆動用素子実装面）に駆動用素子６０を実装する（ステ
ップＳ１０８）。駆動用素子６０は半導体回路素子など
の能動素子や抵抗・コンデンサなどの受動素子である。
半導体回路素子の場合は、半導体ベアチップの金バンプ
を形成した電極を、ＬＴＣＣ基板５０に形成した接続パ
ッドに直接接続する。すなわち超音波法、熱圧着法、圧
接法などによるフリップチップ接続とするのがよい。抵
抗やコンデンサなどの受動素子は公知の表面実装法では
んだ付けすればよい。
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7
【００２６】この駆動用素子６０の実装後、この駆動用
素子６０を後工程の処理から保護するためにエポキシ樹
脂やシリコン樹脂を塗布するのが望ましい（ステップＳ
１１０）。この保護処理（Ｓ１１０）は場合によっては
省いてもよい。
【００２７】次にＬＴＣＣ基板５０の下面に発光層６２
を形成する（ステップＳ１１２）。この発光層６２は、
粉末パネル（分散型パネル）の場合は厚膜集積回路と同
様に、有機ＥＬ材料を合成樹脂または低融点ガラス粉末
中に分散させたものを塗布法やスクリーン印刷法によっ
て塗布すればよい。薄膜パネルの場合は、ＬＴＣＣ基板
５０の下面に真空蒸着、スパッタリング法で薄膜の発光
層６２を形成する。前記ステップＳ１１０では、この薄
膜により発光層６２を形成する場合に、ＬＴＣＣ基板５
０を真空雰囲気中に入れたり、フォトリソグラフィ法に
よりカラー画素を形成するためにウェット雰囲気中に入
れられることを考慮して、これらの真空・ウェット雰囲
気から駆動用素子６０を保護するために行うものであ
る。
【００２８】この発光層６２を形成した後、この発光層
６２の上に上部対向電極６４を形成する（ステップＳ１
１４）。この上部対向電極６４は透明な電極であり、Ｉ
ＴＯ膜で形成される。上部対向電極６４は、前記下部対
向電極５８の接続パッド５２（図１，２）とは異なる位
置、例えば接続パッド５２を設けた辺に直交する辺に形
成した接続パッド（図示せず）に接続される。
【００２９】このようにして形成された図１に示す平面
発光パネル６６は、図２に示すように気密封止される
（ステップＳ１１６）。ここに用いる封止材６８は、下
面に透明ガラス板７０を嵌め込んだ筐体７２で形成され
る。ここにガラス板７０はＬＴＣＣ基板５０の発光層６
２にスペーサ７４を挟んで接着される。ここで用いる接
着剤は透明である。なおこの筐体７２の中には乾燥剤７
６を封入しておく。乾燥剤７６は駆動用素子６０に固定
しておいてもよい。
【００３０】
【他の実施態様】図４は他の実施態様の製造工程の流れ
図である。この実施態様は前記図３に示す工程における
ステップＳ１０８およびＳ１１０をステップＳ１１２と
逆にしたものである。すなわち下部対向電極５８を形成
した後（ステップＳ１０６）、発光層６２を形成し（ス
テップＳ１０８Ａ）、駆動用素子６０を実装したもので
ある（ステップＳ１１０Ａ）。この駆動用素子６０には
必要に応じて保護膜をコーティングして保護する（ステ
ップＳ１１２Ａ）。
【００３１】この実施態様は、駆動用素子６０の実装時
にＬＴＣＣ基板５０を加熱する必要が無い場合に使用で
きる。すなわち発光層６２の有機ＥＬ材料は耐熱温度が
低いため、駆動用素子６０の実装時に加熱処理が行われ*

8
*ないことが前提となる。例えば超音波はんだ付け法や、
電気抵抗はんだ付け法などで駆動用素子６０を実装する
場合にはこの図４の方法が使用可能である。
【００３２】
【発明の効果】請求項１の発明によれば、多層基板の片
面に発光層および下部・上部対向電極を形成し、他の面
に駆動用素子を実装したものであるから、電極と駆動用
素子との配線径路を短くすることができ、画素を高密度
化した場合にも駆動電流を十分に確保することができ、
またパネル全体の小型化が図れる。
【００３３】このパネルは封止材で気密封止すれば、発
光層を湿気から保護することができ、パネルの寿命を長
くすることができる（請求項２）。封止材の内部には乾
燥剤を入れておけば湿気の除去が一層確実である（請求
項３）。封止材は、発光層にスペーサを介して接着した
透明ガラス板を有する筐体で形成することができる（請
求項４）。
【００３４】多層基板は低温同時焼成多層セラミック板
とすれば、熱膨張率が小さいので駆動用素子としての半
導体チップをフリップチップ実装する場合に都合がよい
（請求項５）。発光層の下地として無機物質のコーティ
ング層を形成すれば、発光層の画像表示性が向上する
（請求項６）。駆動用素子を実装した後にこの素子の実
装面を樹脂被覆しておけば、素子などをその後の処理か
ら保護することができる（請求項７）。駆動用素子は半
導体ペアチップとし、これをフリップチップ実装すれ
ば、全体の小型化が一層図れる（請求項８）。
【００３５】請求項９～１１の発明によれば、請求項１
～８の平面発光パネルの製造方法が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施態様を示す断面図
【図２】同じく気密封止した状態を示す断面図
【図３】製造工程の流れ図
【図４】製造工程の他の実施態様を示す流れ図
【図５】従来の平面発光パネルを示す断面図
【図６】従来の平面発光パネルを示す断面図
【符号の説明】
５０  多層基板（多層ＬＴＣＣ基板）
５４  コーティング層
５８  下部対向電極
６０  駆動用素子（半導体チップ）
６２  発光層（有機ＥＬ材料）
６４  上部対向電極（透明電極）
６６  平面発光パネル
６８  封止材
７０  透明ガラス板
７２  筐体
７４  スペーサ
７６  乾燥剤
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【図１】

【図２】
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